
面向高性能应用的
高导热芯片粘接材料
实现可靠性的理想选择
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大功率和高度集成的半导体器件设计正面临功率密度和热致应力的挑战。这些因素必须受控才

能够确保器件的长期可靠性。对汽车、工业和通信类应用而言，在源头（芯片）实现有效散热至关

重要，这有助于最大限度提升性能，延长寿命，同时提供高可靠性。

由于芯片粘接层离芯片最近，所以其导热特性对于有效散热和CTE应力控制极为关键。汉高广泛

的高导热芯片粘接胶产品线适用于不同封装类型、芯片尺寸，满足各类应用可靠性标准和工艺。

依托全球研发资源，汉高半导体封装专家们开发并推出了导热范围覆盖20W/m-K至165W/m-K

的高导热芯片粘接材料，其产品配方囊括了传统粘接胶，无压烧结以及压力辅助烧结，为半导体

器件提供适配各种工况和应用情况下的高可靠性表现。



高导热芯片粘接材料
用于引线框架封装

应用优势

产品组合亮点

在功率器件领域，封装设计正在向复杂化、小型

化、紧凑型的方向发展。这些因素共同决定了对芯

片粘接材料的需求：出色的导热性能，在工作过程

中高效散热；较低的电阻，以确保良好的电气性

能。汉高的系列芯片粘接材料，能够与各种引线框

架表面、芯片尺寸、芯片背面金属化和封装设计兼

容，可确保关键技术的可靠运行。

高导热率，覆盖20W/m-K到50W/m-K

出色的电气性能

对银、铜和PPF引线框架具有出色的粘接力和兼容性

AEC-Q100车规级0级可靠性

适用于从小型到大型的各种芯片尺寸

多种固化方式供选择

配方可限制释放到空气中的VOC含量

非常适合电源管理IC和功率FET，包括汽车、工业和5G/6G

基础设施应用中使用的带或不带芯片背面金属化（BSM）

的芯片粘接

一种简单易用的直接替代解决方案，可进行传统的芯片粘

接工艺

优异的热控制能力，增强封装功能，延长现场使用寿命

铅基焊料的高效、环保替代品
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应用优势› 产品组合亮点

超过20W/m-K的高导热率

在各种金表面上具有很强的粘接力

出色的作业性，树脂溢出最少至零，晾置时间长，覆

盖和爬胶控制精确

良好的MSL可靠性
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专为多种高性能无线通信设备而设计，包括用于RF前

端模块的功率放大器和音频系统

简化高度集成的复杂封装设计，例如SiP和多芯片封装

通过芯片的全面散热提高封装可靠性，并防止操作应力
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高导热芯片粘接材料
用于层压基板封装

小型化和多芯片集成的趋势为半导体封装带来了新的挑战，体现在管理运行热量和由CTE失配引起的

热致应力和翘曲等方面。控制这些因素是奠定封装功能、可靠性和寿命的基础。汉高芯片粘接解决方

案助力下一代SiP和多芯片封装创新设计，提供包括芯片和基材之间的牢固粘合，以及从源头实现有效

散热等优势。



烧结银 树脂

基材

超过50W/m-K的超高导热率

出色的导电率和封装内导通电阻性能，1,000次热循环

后导通电阻稳定

对各种引线框架表面具有很强的粘接力，并与不同的

芯片类型（裸硅或BSM）兼容

出色的作业性

满足车规级可靠性标准
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在源头实现极其强劲的散热，显著降低热应力

支持高效率、高功率密度硅和WBG半导体器件设计，

克服焊料的限制

确保运行关键任务的功率电子器件具备最大可靠性

可在无需牺牲性能的情况下允许更高的工作温度

无压工艺减少了成本，简化了复杂的制造技术
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银烧结是公认提高功率器件性能和可靠性的最有效芯片粘接解决方案之一，可满足汽车、航空航天和

工业领域高功率密度应用对粘合、散热和电气性能的严苛要求。汉高无压烧结材料能够在标准的芯片

粘接工艺下达成这些严格的指标，提供优异的可加工性、低/无空洞和低温固化。产品组合的导热率性

能范围覆盖50W/m-K到165W/m-K。

无压烧结
用于功率半导体

应用优势› 产品组合亮点



产品
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*上述产品适用于有或没有背面金属化的芯片

*上述产品适用于有背面金属化的芯片

高导热芯片粘接材料
用于引线框架和层压基板封装

无压烧结芯片粘接材料
用于引线框架和层压封装

导热率
(W/m.K)

固化方法 芯片尺寸 基材

烘箱
固化

快速
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银
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引线框架

金
层压板
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固化方法 芯片尺寸 基材

烘箱
固化

快速
固化

铜
引线框架

银
引线框架

PPF
引线框架

金
层压板



扫码了解更多信息

全球资源共享，
本地专家支持

在汉高，我们重视创新和客户协作。为

此，我们在世界各地投入大量资源，以

便随时满足您的需求。我们凭借专业的

技术团队，依靠数字化工具，实时联通

遍布全球的研发与应用中心。我们帮助

您以更快的速度将新产品推向市场，实

现更可持续的生产方式，并在市场竞争

中取得优势。了解汉高如何利用“放眼

全球，立足本地”的方法让我们与您一

起脱颖而出。
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